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BegriiBung, Vorstellung Corporate Technology der Siemens AG
Stefan Stegmeier, Stefan Kiefl, Siemens AG

Vorstellung der ZVEI Initiative ,,Design Chain*
Markus Biener, Zollner Elektronik AG

Vorstellung des Projektes ,,LP2010“
Arnold Wiemers, Leiterplattenakademie, ILFA

Anforderungen an die Leiterplattenproduktion hochlagiger Highspeed-Boards
Arnold Wiemers, Leiterplattenakademie, ILFA

Kreative Kommunikationspause

Signalitegritat und Eigenstorsicherheit elektronikscher Baugruppen
Ralf Briining, Zuken EMC Technology Center

DfX — Design for Excellence
Markus Biener, Zollner Elektronik AG

Losungsorientierte Dokumentation von Baugruppen / offene Diskussion mit den Referenten
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ZVEI:

ZVEI Compliance-Office Die Elektroindustrie

Kartellrechtskonformes Handeln im ZVEI

Compliance-Hinweise fur ZVEI-Sitzungen
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ZVEl

,Werte schutzen, Werte schaffen ...“ ie Elektroindustrie

= /ZVEI e.V. ist einer der fuhrenden Industrieverbande

= Ehrenamtliches Engagement ist eine der wesentlichen
Komponenten unserer Verbandsarbeit

= Unser Verband ist glaubwurdiger und vertrauensvoller
Ansprechpartner fur die Politik, 6ffentliche Stellen und den Gesetzgeber

=» Unsere Rolle als Vertreter der Elektroindustrie gilt es gemeinsam
nachhaltig abzusichern, um aktuelle politische Fragen zu beantworten
und die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.
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ZVEI:

Die Elektroindustrie

Leitfaden fur unsere Verbandsarbeit (Auszug)

= Zulassige Themen in Gremiensitzungen ZV_E'
vgl. Ziffer 6, beispielsweise:

= Allgemeine Konjunkturdaten

= Aktuelle Gesetzesvorhaben und deren Folgen Leitfaden fiir
fur die Gesamtheit der Unternehmen unsere Verbandsathei

Hinweise fir ein

» Diskussionen Uber Lobbyaktivitaten des ZVEI Kartellrechtskonformes

Handeln im ZVEI

» Ausarbeitung eines Branchenuberblicks

= Allgemeiner Austausch von Daten,
die frei zuganglich sind.

Eentralverhand Eleitrotechnik: und Elektromibindustrie

A Design Chaiin fir Elekdrontk Systeme Download: http://www.zvei.org/Publikationen/ZVEI-Leitfaden-Kartellrecht.pdf 22012020  Folie®



ZVEI:

Leitfaden fur unsere Verbandsarbeit (Auszug) Die Elektromdustric

= |n Gremiensitzungen unzulassige Themen Ml
vgl. Ziffer 7, beispielsweise:

» Preise, Preisbestandteile, Rabatte, Preisstrategien

oder —kalkulationen sowie Preisanderungen yehvdadan Tl

= Informationen, die Rickschlisse auf unsere Verbandsarbeit
die Marktstellung einzelner Produkte zulassen it e
» Liefer- und Zahlungskonditionen aus Vertragen mit Dritten et i

= |nformationen Uber Unternehmensstrategien und
zukunftiges Marktverhalten

= Marktanteile, Gewinn/-margen und geplante Investitionen

= Koordination von Angeboten gegenuber Dritten, Aufteilung
von Markten oder Bezugsquellen in raumlicher oder
personeller Hinsicht.

= Boykotte und Liefer- oder Bezugssperren

A Design Chaiin fir Elekdrontk Systeme Download: http://www.zvei.org/Publikationen/ZVEI-Leitfaden-Kartellrecht.pdf 22012020  Folie?



Optimierungsbedarf in den Prozessen ZVG!;;

Die Elektroindustri

Soft- / Hardware-
entwicklung

Bauelemente-
Prozess-, hersteller,

Produktionsmittel & g“\y 2, Distribution, FG 1...
SIS &
: I ‘\' /
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o
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Produktion :
ISS, elektronischer PCB Design
Baugruppen-Module- Markt— _
Gerate-Systeme )

CAM Tool ; ECAD / MCAD
Tool

Leiterplatten-
herstellung
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ZVEl

Idee Die Elektroindustrie

Der Einfluss der einzelnen Disziplinen Schaltungsentwicklung, PCB Design,
Leiterplattenherstellung und Produktion elektronischer Baugruppen auf ein
Endprodukt ist in den letzten Jahren massiv angestiegen.

Die internationale Wettbewerbsfahigkeit industrieller Anlagen und Technologien
ist direkt an die qualitative Leistungsfahigkeit elektronischer Systeme gekoppelt.

Das Spektrum der Anforderungen, aber auch die Leistungsfahigkeit dieser
Fachbereiche wachsen in immer klrzeren Zeitabstanden.

Es ist also notwendig, ein Netzwerk einzurichten, das sich mit der Problemstellung
und einer ganzheitlichen Betrachtung der kompletten Prozesskette befasst.

Nur so kann ein hoher Innovationsgrad erreicht werden.
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ZVEl

Herausforderung

» Gemeinsames Verstandnis fur das Machbare und das Notwendige aller beteiligten
Gruppen in einem Netzwerk (vom Marketing bis zur fertigen Baugruppe) schaffen

» Erarbeitung von verstandlichen, zuverlassigen und zukunftsorientierten
Design Guidelines fur die Konstruktion elektronischer Baugruppen

= Moglichkeiten zur erfolgreichen und flachendeckenden Verbreitung des Wissens
in Firmen, Berufsschulen, Hochschulen und Universitaten mit dem Ziel der
Generierung eines Berufbildes und eines Studiums mit einem Masterabschlul}

= Ausbildung der PCB Designer, Leiterplatten- und Baugruppentechnologen mit der
Perspektive auf technisch und wirtschaftlich innovative Produkte

» Schaffung einer nachhaltigen Netzwerkstruktur fur ein optimales Produkt

AK Design Chain fiir Elektronik Systeme 22.01.2020 Folie 10



ZVEl

Was bisher geschanh...

» Zusammenfassung der Aktivitaten aus

= Gemeinsame Projektgruppe Design FED / ZVEI
(Strombelastbarkeit, Einpresstechnik, Endoberflachen,
Basismaterialien, Lotstopplackdesign, Entwarmungskonzepte,...)

= AK Ergebnisse
(NPI, Repair/Rework von elektronischen Baugruppen,
Services in EMS Initiative, Robustness Validation,
Steckverbinder, Qualitat in der Leiterplatte, Zuverlassigkeit,
PLM, Traceability, Obsolescence Management,...)

= Arbeitstreffen um die Herangehensweise zu klaren

AK Design Chain fiir Elektronik Systeme 22.01.2020 Folie 11



Was bisher geschah... ZVEL:

Die Elektroindustrie

Soft- / Hardware- ﬁl

K Entwicklung

_ Bauelemente-
Leiterplatten- hersteller, w

L} Herstellung Distribution, FG 1...

A g
e Prloguktion ) 7 4"' _
, elektronischer . PCB Desian \
Baugruppen-Module- —.....n.?i Koordinator | A 9

Gerate-Systeme A ‘ .\'\\ ‘
Z U~

CAM Tool

Prozess-,

Produktionsmittel ECAD / MCAD

Tool
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Was bisher geschanh...

ZVEI:

Die Elektroindustrie

Bauelementehersteller,

Distribution...

Datasheets, Auswahltools,
Datenbereitstellung, z.B.
B-scan, Simulation, Beispiel-Layouts

Bibliotheken fiir ECAD / MCAD

Schnittstellen zwischen Tools, z.B. Simulation
thermisch, HF und ECAD /MCAD

Import / Export / Konvertierung
Datenformate (Gerber, ODB++, ..

Flexibilisierung SW Licensing
Design rule check
Bauteilbibliothek

ECAD / MCAD

CAM Tool

AK Design Chain fiir Elektronik Systeme

Leiterplatten-
herstellung

Berechenbare Vorgaben

Leiterplatte als Bauteil,
(Hochfrequenz, Hochstrom oder
impedanzkontrolliert,..)

Auswahl LP Lieferant / Fahigkeiten

Elektronik

Soft- / Hardware-

entwicklung

PCB, Modul,... Design
Auswahl Bauteilbauformen

Prozessabfolge festlegen

aspect ratio
(asp o) (Fertigung)

Normen, Regeln
SI, PI, therm. Simulation

Inbetriebnahme, Qualifizierung Contraint System

Nutzenvorgaben

Post Layout Simulation
Multilayerbautypen

Kenntnisse zur LP, Baugruppen, 3D Kollisionspriifung

mech. Fertigung
Kuhlkonzept

Review Schaltungsentwicklung Design Guidelines

PCB Design ECAD / MCAD

Designregel zur Schablonenerstellung Traceability, Label, RFID,...

Létverfahren, Maschinen, Anlagen
DFT / DFM, Produktionsplanung
Vorgaben fir Nutzen, Marken, Coating, Repair, .,

Hilfsmittel, Aufnahmen, Rahmen,..
(Betriebsmitteldesign)

Aufbau und Verbindungstechnik Prifstrategie Fligeverfahren

Fahigkeiten Testability, z.B. Boundary Scan, MeRpunkte,

z. B. embedded Components Baugruppenschutz, Lackierung, Vergul} etc.

Prozess-,

Produktion ISS, elektronischer
Produktionsmittel

Baugruppen-,Module- und Systeme
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Was bisher geschah... ZLVEI:

Die Elektroindustrie

|dentifizierung der gesamten Prozesskette und der
einzelnen Kettenglieder sowie deren Nahtstellen und Vernetzungen

Gruppe 1 pa | Gruppe 2

Vorgaben, Stromlaufplan,
Bauteilauswahl, Simulation,
Materialmanagement Regelvergabe

Produktidee, Spezifikatio
Konzepterstellung,

Elektronik-Design
(ECAD — MCAD)

Baugruppen-, Modul-,
Systemproduktion
und -prafung

After sales,
Life Cycle Management

Prozessplanung

De hain Elektronik Syste
AK Dasign Chain fur Elektronik Systeme 55012020 Folie 14
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Was bisher geschanh...

ZVEI:

Die Elektroindustrie

Idee ... Produkt

. C TR | [ ESRERReRS ey .
» 7
% ’

Systemtestspezifikation

Systemtestspezifikation
fiir Mechanik, Hardware Software

Systemtest

Produktion, 7 ’ After sales,
Spezifikation, o Life Cycle
Konzepterstellung y Management
. Modultest-
spezifikation 4
Vorgaben, Baugruppen-,
Bauteilauswahl, Modul-,
Material- Systemproduktion
management und -priifung
Stromlaufplan, F—— . FE—— Betriebsmittel,
Simulation, = Normen, Richttinien Prozessplanung
Regelvergabe

Elektronik Design
(ECAD — MCAD)

LP Herstellung

AK Design Chain fiir Elektronik Systeme
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Aufbau und Struktur des Arbeitskreises

ZVEI:

Die Elektroindustrie

= 3 Gruppen anhand des PEP

= 8 Gruppen mit Zuordnung

= Auflosung der Gruppen
und offene Arbeit an Themen

AK Design Chain fiir Elektronik Systeme

Compliance
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f/*fj PLM

» EDA System
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o Validation
TEST ™
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Aktueller Stand ...

ZVEI:

Die Elektroindustrie

= ca. 40 AK-Mitglieder (ca. 1/3 aktiv)

= 2 Informationsebenen (Fachebene, Informationsebene)

= Erstellen von Flyern (2014, 2016), Infobroschure (2020)

= Round Table Gesprache, Presseberichte,
Vortrage, Messen, Workshops, Design Tagungen

= Aktuell erfolgt die Ausarbeitung der einzelnen
Fachartikel (wichtige Querinformationen werden
gruppenubergreifend erarbeitet) ca. 170 Themen

= Bearbeitung von aktuellen Themen

(z.B. Design — Produktion)

AK Design Chain fiir Elektronik Systeme

.................

Design Chain fiir
Elektronik-Systeme

Wissenspool fiir den Ablauf in der
elektronischen Produktentwicklung

OPM 2o compliance  NNOVATION
S PRODUCT uallty SMT/THTT
Success . /N .

-

IMULATION opa, orr Tima  Cost 1%

~ Design ‘: Konzept Trace

o Vision €
L

Validation
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Aktueller Stand ...

ZVEI:

Die Elektroindustrie

Beispiel 1

Dokumentation der bisher vom AK
Design erarbeiteten Designregeln
fur die Konstruktion elektronischer
Baugruppen.

Aspect Ratio

Referenz fur das CAD-Design in
Abhangigkeit von der Galvanik
des Leiterplattenherstellers.

Die Kontaktierbarkeit von Vias ist
ein elementarer Parameter fur die
Funktion einer elektronischen
Baugruppe.

AK Design Chain fiir Elektronik Systeme

zver

Design Chain fir Elektronik-Systems

Aspect Ratio fiir Bohrungen

Elementare Vergaben fiir eine zuverldssige Hilsenmetallisierung

Leiterplatten miissen kontakliert werden, wenn die elekirischen Signale Uber mehrere
Lagen gefihr wardan sollen.

Nach dem Bohren/Lasemn der Lichaer die Lei itter in @inem
G i der Lacher folgt

mehrere Bader. Auf die
das Akiivieren der zu diesem Zeitpunkt noch
nichl leitandan Lochwinde/Lochhilsen.
Dabei wird durch eine chemische Abschaidung
von Karbon oder Palladium oder Kupfer eine
stromieitende Oberflache mit einer geringen
Dicke von 2-3pym erzeugl

Der endgliltige Aufbau des deutlich dickeren
Hulsenkupfers findet in einem galvanischen
Bad staft, das in walriger Losung Kupferienan
zur Verflgung stefit. Die Kupferionen werden
won armdicken Kupferanoden geliafert, die in
das Bad eingetauchl werden

Der Leiterplattenzuschnitt wirkt als Kathode. Durch Anlegen eines elekirischen Feldes

kommi es zur Elekirolyse. Die Kupferionen werden mativiert, sich auf der gesamten
i ol des Lei i (~F i

Clatearsstranis Hir et etabtirer

Durchflutung der Hillse

Topalogisch gesehen ist die Innenwand einer Bohrung (~ die Bohrhilise) Teil der Ober-
fache. Damit die b mit Kupfer i wardan kann, muss die Bohrung
in den ginzeinen galvanischen Badern mit den reaktiven Fllssigkeiten durchflutet
werden.

Wird Fliissigkeit in eine Bohrung eingebrachi, dann kommt es zu Wechsalwirkungen
zwischen den ilen der Fiissigkeit und der Hi
Durch Adhdsion (- Haftkraft, Haftung) wird die Flissigkeit an der Wand fesigehalten.

Zusétzlich halten die Molekilla unter-
einander zusammen, mit dem Bestreben,
eing geschiossene Oberfldche auszu-
bitden (-~ Cberflachenspannung).

Diese Effekie wirken einer betiebigen
Durehflulung entgegen.

Fir eine Lelterplatie/Baugruppe kann eine
i o

Faolgen haben. Ist die Durchfiutung der
Bohrung unregelmélig. dann wird auch
das Kupfer an der Hillsenwand unregel-
méfig abgeschiaden.

Im Ergebnis ist die Hilsenwand zu dinn
oder fehlt in Teilbereichan ganz.

Design Chain fiir Elektronik-Systeme z. i €|
Hinweis (Aspeki Ratio) :

Aus didaktischen Grinden ist "Aspekt Ratle® in den Formedn *AspectRatio”
geschrisban.

Hinwets {Lochlinge)

Die ph der b k rkeil gines Loches betrifft (blicherweise

nur Vias. Die Durchmesser der Locher fiir bedrahtete Bauteile {~ THDs) sind deutlich

griker. st die Dn i it der \ias si ] , dann ist auch die
hil keit der THD- 1 o

‘Vias kinnen mit ainem Bohrwerkzeug oder mit einem Laser erzeugt werden.

Der Begrif! "Laserbohrung” ist Gblich, aber unzutreflend. Ein Bohrer schneidet das
Material und erzeigt Spine oder Pulver, ein Laser andert durch seine lokal einge-
brachte Energie den Aggregatzustand des Materials und erzeugt Gas.

In den hier beschriehenen Regeln bezeichnen die Begriffe “Lochdurchmesser” und
“Lochl#inge” oder "Hilsenlinge” gebohrie oder gelaserie Vias

Die Begriffa und "Bohrtiele™ bezei gebotirte Vias.

Die Begriffe "Laservia” und "Vialdnge" bezeichnen gelaserte Vias,

Regel (Aspekl Ratio) [SEET—

Das Aspekt Ratio Hir
Bohrungen beschraibt das
mathematische Verhaltnis ek f—
awischen dem minimalen
Lochdurchmesser und der
gakvanisch maximal zu
kantaklierbasen Lange
eines Loches. i

Lactetorcrman

Homaibertiam Boiriety

Enfuiigrafien fir ta Formuening tea Aspekt Ruics.

Da die Formel eine direkis

Abhangigkelt des Aspekt

Ratios von der “Kontaktierbaren Hiilsenlnge” aufzelgt, folgt, daf es fiir nichikontak-
tierte Bohrungen eine Bedingung fir ein Aspekt Ratio nichf geben kann.

Als argibt sich die is, dafl der mines Vias wohl
anscheinend immer dem Wert entsprechen sall, der vom CAD-System in der Agenda
des Bohrfiles als “tool diameter” (~ Werk bezeich

] wird
Diese Bezeichnung ist irritierend, Korrekt wéire die Bezeichnung "final diameter
Dhar ool diameter” ergibt sich in der Praxis aus dem Enddurchmesser plus der Zugabe
auf das einzusetzende Bohrwerkzeug. Die Zugabe mull gegeben werden, weil durch
das Einb der und der Endaberfl der L
varringert wird.
Die Entscheidung, welchen Wert die Zugaba hat, trifft Gblicherweise der
Leiterpiattenherstelier. Damit nimmt er Einflull auf die Kontaktierbarkeit einer Holse,

01.12.2018 Saite 1 von & Arnald Wismers, JLFA SmEN, LekerplaitenAkademie Gmss

01427018 Seite 3 wan 6 Arnald Wiemers, ILFA GmBN, Lerepisitmakademie Gt
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Aktueller Stand

ZVEI:

Die Elektroindustrie

Beispiel 2

Dokumentation der vom AK
Design erarbeiteten Designregeln
fur die Konstruktion elektronischer
Baugruppen.

Highspeed-Board

Beschreibung einer kompletten
anwendungsbezogenen Losung
unter Berucksichtigung der Regel-
werke des AK-Design.

Ziel ist, Kosten und Zeit durch die
Einsparung von Revisionen zu ge-
winnen.

AK Design Chain fiir Elektronik Systeme

ZVEL:

Design Chain fur Elektronik-Systems

Starre Multilayer : Konstruktion eines Highspeed-Boards
DEr Transfer von Informationen mull schnell und zuverldssig erfolgen, wenn die
an die L gkeit von CPU-Beards edfiilil werden sallen

Diese Autgabenstellung ist nur mit einer ganzhedlichen Vorgehensweise losbar.
Die Konstruktion des CAD-Layoutes mufl mil giner funktionalen Geomatrie durch-

gefiihrt werden. Der Aufbau des i fiir &in ¢ Board mul} diese
Geometrie umsetzen konnern.
Aus physikali Sichl sind die intagritat, die gritiit und das
ine EMV: der spiteran u
fair eine: i kst immer die ig der

Die geht von
einem BGA mil einer 25x25 Matrix und einem 800um-Piich aus,

Routing des BGAs

Im CAD-Layout lassen sich die beiden dulleren Reihen des BGAs direkt in der
Schaltung verdrahlen, chne dafll ein Komaktieren notwendig |st. Der innere Bereich
des BGASs kann nur ber Vias verdrahiet warden.

Um den verfilgharen Platz fiir die Leiterbahnen zu maximieren, werden die Vias aus-
gelenkt in 4 Ousdranban pmzlen die von der Mitte des BGAs wegfiihren,

Dadurch [# Kande, die fir das Routing
der Leiterbahnverbindungen genutzt werden kinnen.

280228 Matiz don DE3Aa it Erkdarebarcbor Sow llorrs Hihs Acsberig e Firvcus Vo i 4 Chasdratent schaffl 4 faniie

Div Verdrahtung der BGA-Pins kann jetzt Reihe fiir Reihe erfolgan. Die magliche
und dig Strategia dber die Anzahl der
Lagen im Mumlaye« die fir das volisténdige Routing benestigh werden,

ZVEl:

Design Chain fir Elektronik-Systame

Routing fir Layer LY-Bot
Die Reihen V und H und die
Spalten 8 und 18 lassen sich aul
dem sechslen und aulleren
Signallayer routen,

— Ein Routing von Ubertragungs-

i im Modus Si ist

miglich,
Der Layer LY-13 ist mit GND befegt
und dianen als Referanz fir dan
Rikckstrom und die Impedanz.

Geometrien fiir Pads und Tracks

Das Routing des BGAs mufl die Leiterp und die Baugrupp

beachian,

Fiir die Ferfigung der L sind der . der Restring
des Vias, die L bahnbreite und die elekin 5 wichtig,

Fiir die Fertigung der Baugruppe sind der Durchmesser des BGA-Pads und die
i

Fr die e i gibt es den g :

Diagonale sss = Pitch « Y2 = 1131ym
= 4D0um BGApad + 2 + 115.5um Sicherheitsabstand
+ 200pm ViaEDM + 2 + 150pm Restring

\iabahrung
I00m

Restring

150um A00pm BGApad

1
150pum SAbstand
100pm Lesterbahin
| 150pm SAbstand

|
Vidpad | ViaEDM
500um | 200um

B00ym Pach

#—= Sicherheitsabstand 115 Sum

orrz.z010 Seite 1 van 0 Aenold Wismers, ILFA GmbH, Lefterplattendkademie Grisi

oLIz3008 Satte d von & -
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Einrichten einer Online Plattform... LVEL:

Die Elektroindustrie

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
TYPPRUFUNG LOTSTOPPLACK LEITERPLATTE LAYER STACKUP
STROMTRAGFAHIGKEIT ROHS MULTILAYER LIFE CYCLE MANAGEMENT
prLicHTENHEFT BESTUCKUNG verpackung IPC KLASSE
o]
Vi ADRUCK < SPEZIFIKATION TECHNOLOGIE VERLUSTLEISTUNG BAUGRUPPE © 2 NPI
|- PRODUKTIDEEE _
EMS = O CONSTRAINTS S
© REVIEW

|_
SCHABLONE < FOOTPRINT BOUNDARY SCAN LASTENHEFT SIEBDRUCK

COATING & -
PREISTREIBER KOMPONENTEN i1 T RA N S F E RI
DESIGN RULE CHECKO [
ASPECT RATIO REWORK REACH—' GERBER DATEN BASISMATERIAL ZULASSUNG
simuLATIoN C AM oBsoLEszENZ MANAGEMENT SCHEMATIC
SPI impepANZRIGID FLEX LIBRARY FLYING PROBE TEST
AOl REPAIR AFTER SALES MANAGEMENT

SMT 3D DRUCK
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Einrichten einer Online Plattform...
. L . o ZVEl:
-=> Dlgltales Publizieren http://design-chain.zvei.org/ Die Elektroindustric

. Konzepterstellung : Agentur Becker-Doring

=  Website soll kunftig folgende Anforderungen erfullen:

. Informationsservice und hochwertige Wissensvermittlung
. Publikationsdienstleistungen

. Fachliches Recherche-Tool auf aktuellem Niveau

. Verankerung des Themas in Bildung und Lehre

. Offentlicher Zugriff auf Fachwissen

. Formatvorgaben werden in der Kommunikationsabteilung
erstellt (Design, rechtliches, Vorgaben,..)

. Informationsebene als Fliel3text auf der Webpage,
Fachebene kann als PDF heruntergeladen werden

. Start der Umsetzung in Q1'2020 geplant

AK Design Chain fiir Elektronik Systeme 22.01.2020 Folie 21



Einrichten einer Online Plattform...

=» Digitales Publizieren

http://design-chain.zvei.org/

ZVEI:

Die Elektroindustrie

AK Design Chain fiir Elektronik Systeme

NE I: AK Design Chain

Die Elektroindustrie

Priifung / Test

Baugruppe
CAD /Design
Produktkonzeption

Leiterplatte —
Bohrungen

Produktbeispiele

Die Initiatioren

Ansprechpartner

ZVEI

Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie e V.

Lyoner StralBe 9

60528 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 6302-0
E-Mail: zvei(at)zvei.org

© Zum Kontaktformular

© Newsletter abonnieren

© Mein ZVEl abonnieren

design-chain.zvei.

Nach oben

g

Seite teilen: @ @ ©

Priifung / Test | Baugruppe | CAD / Design | Produktkonzeption |

AK Design Chain

Leiterplatte \ Die Initiatioren \ Ansprechpartner
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Weiterbildung, ist eine politische Herausforderung ZVEI:

Die Elektroindustrie

PCB Design, eine Schlusselstelle in der Produktentwicklung

Aktuell gibt es keinen Ausbildungsberuf bzw. Studienzweig Leiterplatten und Baugruppendesign

Unterlagen fur eine ,Basisprasentation” vorhanden

Priafen der Zusammenarbeit mit anderen Verbanden (z. B. IHK, Hochschulen, FED,...)

Erarbeitung eines mehrstufiges Konzept (wie z. B. Mechatroniker IHK, Bachelor, ...)

Aufsetzen eines Pilotprojektes an Berufsschulen bzw. Hochschulen

= Ziel: Aufwertung des Stellenwertes eines Designers,
Etablierung eines Berufsbildes im Markt,
Wettbewerbsvorteil durch gezielte Aus- und Weiterbildung



Zusammenfassung Z\/€|

Die Elektroindustrie

= Die Teilnehmer des Arbeitskreises Design Chain haben sich zum Ziel gesetzt alle
Zusammenhange hinsichtlich des Elektronikdesigns und die Abhangigkeiten der
Beteiligten innerhalb der Chain darzustellen.

» Jedes Glied dieser Kette beeinflusst die Entstehungskosten und Marktfahigkeit
eines Produktes. Das beginnt bei der Produktidee und reicht Uber die erfolgreiche
Markteinfuhrung hinaus bis zum After Sales Service.

» Frdhzeitige Absprachen und Kommunikation entlang der ,Design Chain®
verkurzen die Dauer der Entwicklungsphasen und erhohen die Qualitat.

» Grundlagen und Hilfen dazu werden durch den Arbeitskreis des ZVEI angeboten.
Er zeigt Wege auf und weist auf die Stellen, die in der Informationskette
unumganglich sind um Fehler frihzeitig zu erkennen und zu vermeiden.
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Mit den notwendigen Informationen im Netzwerk intelligent ans Ziel Zvel

Sichern Sie sich aktuelles Wissen und arbeiten Sie aktiv im Arbeitskreis mit! Die Elektro
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ZVEI:

Die Elektroindustrie
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ZVEI:

Die Elektroindustrie

Anhang
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ZVEI:

Die Elektroindustrie

Markus Biener

Markus Biener, ist vom IPC zertifizierter C.1.D., C.1.D.+ Trainer, FED
Designer und Referent.

Er befasst sich seit 1994 mit dem Design von Leiterplatten,
Baugruppen und Systemen und leitet seit 1998 das PCB Design Team
der Zollner Elektronik AG.

Der Schwerpunkt ist die Industrialisierung des Schaltungsentwurfes in
enger Abstimmung mit der kompletten Design Chain.

Er arbeitet seit 2004 in verschiedenen Arbeitskreisen der Verbande
FED und ZVEI mit den Themen Design Chain, Aus- und Weiterbildung
und Services in EMS mit.
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Kurzportrait: Zollner Elektronik AG Z\/€|

Branche: EMS Zn“ner

Produktportfolio / Dienstleistungen:
Komplexe mechatronische Systeme, von der Entwicklung bis zum After Sales Service.

Historie: 1965 Griindung des Unternehmens durch Manfred Zoliner

Standorte: insgesamt 18 Standorte in Deutschland, Ungarn, Rumanien, China,
Tunesien, den USA, der Schweiz, Costa Rica und Hong Kong

Kennzahlen: 1.388 Mio. € Umsatz, >11.000 Mitarbeiter (stand: 31.12.2017)

Zertifizierungen: 1SO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHRIS, I1SO 13485,
EN 9100, ISO/IEC 27001, IRIS/ISO22163, 1SO 50001
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